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Ein Unternehmen und ein unabhéngiges For-
schungszentrum in den Niederlanden haben eine
tiefere Zusammenarbeit im Forschungs- und
Anwendungssektor von gedruckter Elektronik
vereinbart. Dabei sollen Losungen zu Wearable
Electronics, In-mold Electronics, Consumer
Electronics und Gesundheitspflege im Vorder-
grund stehen
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Ultradiinnes Glas stellt eine interessante Basis-
Technologie fiir die gedruckte Elektronik dar
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Die richtige Methode macht's ...
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Wie Entwicklungen in der Elektronik und deren
Anwendungen das PCB-Design beeinflussen
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Ein dreijahriges Projekt soll jetzt neuartige, modulare Laserstrahlquellen
im tiefen UV-Bereich (DUV) fiir die Mikrobearbeitung verschiedener
Materialien der Mikroelektronik erforschen
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Flexible, zuverlissige
Supply-Chain-Losungen
Qualitative hochwertige
Basismaterialien

und Prepregs

Ventec ist Spezialist fur die Herstellung
von hochwertigen Basismaterialien und
Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz
liefert kundenspezifische Supply-Chain-
Losungen in alle Regionen der Welt.

Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren
in China, Grof3britannien, Deutschland

und den USA ist niemand besser positioniert,
um die Bediirfnisse der globalen
Leiterplattenindustrie zu bedienen.

Ventec International Group

T: +49 (0)6352 75326-0

E: contact(@ventec-europe.com
¥ Follow (@VentecLaminates

www.venteclaminates.com
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Titelbild

Die Microtronic GmbH ist der Partner in der Mikro-
elektronik mit Spezialisierung auf Anlagen zur Herstellung
und Qualitétssicherung.

Neben dem Vertrieb von Gerédten und Zubehdr, werden
auch Dienstleistungen durchgefiihrt: Untersuchungen mit
Ultraschallmikroskopen (Sonix), Létbarkeitstests (LBT210)
und anderem.

Microtronic fiihrt dariiber hinaus regelmaBig Schulungen
zu verschiedenen Themen im Haus oder auch direkt vor
Ort durch. Eine eigene Serie von Lotbarkeitstestern wurde
vor Kurzem vorgestellt.

Weitere Informationen: www.microtronic.de
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Forschungsvereinigung
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